HlighTech zu LowGost

BASIC DESIGN RULES

1. Design Parameter

¥ inentage: Laervan  Kupferdioke 18
PO Kupferdicke Leiterbahn Restring min.
-breite / abstand | umlaufend
12um 75um* 100um
18um 100pm 100um
35um 125um 100um
70um 200um 200um
105um 250um 250um
140um 300um 300um
Ausenagen:Loroatn Kaproracre
Kupfer- Leiterbahn Restring min.
Enddicke -breite / abstand | umlaufend
30pm 75pum* 75um
35um 100um 100um
70um 200um 200um
105um 250um 250pm
140um 300um 300um
210um 500um 500um
400um 900um 900um

MaRe min

Aspekt Ratio Via-Pad | Restring umlaufend
A’ B, C | Via, Buried Via 1:12 75um | 225um | 75um
D Blind Via, mechanisch max. & 400um 1:1 100um | 400pum | 150um
E Blind Via, laser 1:1 75um | 225pm | 75um**
F Stacked Vias 11 @ <100um | 100pum | 300um | 100pm
Sollten wegen des unverhaltnismaRig hohen Aufwands vermieden 1:4 @ =2100um
werden. Bitte kontaktieren Sie immer zuerst unsere CAM-Abteilung 1:10 @ =150um
fur moégliche Alternativen! 1:12 @ =2200um
G Staggered Vias 1:1-1:12 (Js.0.) | 100pm | 300um | 100um
H’ | Leiterbahnen aulRen, innen Breite 75um o—
Abstand 75um
J Leiterbahn, Pad <> Fraskante Abstand 200um
Leiterbahn, Pad <> Ritzkante Abstand 500um
K Leiterbahn, Pad <> Durchkontaktierung Abstand 200pm
L Létstopplack Freistellung 50pm umlaufend
Stegbreite 100pm
* Abhédngig vom Design, bitte vorher abklaren! ** Der Restring ist abhéangig von der Kupferdicke! Bitte fragen Sie bei kritischen Designs nach.

NDK - Bohrungen

Kleinster @: 200pm Fangldcher oder Montagebohrungen (liblicherweise mit @ = 3,05mm)
Grofdter &: 6,0mm (groRer = Frasen) sollten im gleichen Bohrprogramm wie NDK-Bohrungen angelegt werden.
Aspekt Ratio: 1:10 (a.A. 1:12) Bitte beschriften Sie Fanglécher, im Dimension-Layer, als solche.

m M Leiterbahn, Pad <> NDK-Loch: min. 150um

[ >
Spule

Spulen auf Innenlagen bendtigen Leiterbahnbreite / -abstand 125um min.
Spulen auf AuRenlagen bendtigen Leiterbahnbreite / -abstand 100um min.
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BASIC DESIGN RULES

2. Lotstopp

Freistellung
_> 4_

Stegbreite

—

Abdeckung
_’ 4_

Lotstopp = griin

Standard auf Anfrage (Daten)
Freistellung 50um 40um
Stegbreite 100um 80pm
Abdeckung 100um 80um

Lotstopp <> griin (schwarz, blau, weiB, rot)

Standard auf Anfrage (Daten)
Freistellung 75um 40um
Stegbreite 150pm 100pm
Abdeckung 150um 100um

SMD-Pads (Solder-Mask-Defined Pads)

_» 4_ Fir Lotpads, welche durch den Létstopp definiert
Padg werden, verwenden Sie bitte die folgenden

Parameter:
M F MF @ (Maskenfreistellung) = Pad & - 80uym

>

Prozesssicher fiir Bohrerdurchmesser 2 0,3 mm

¥ 4. > 10um
A

Lotstopp Parameter
Schichtdicke

d1: auf der Leiterplatte
d2: Uber der Leiterbahnkante

> 10pm < 25um
> 5um < 25um

Durchschlagfestigkeit 500VDC min.

3. Positionsdruck

Positionsdruck Parameter

Schrifthéhe Optimale Schriftstarke | min. Schriftstarke*
1,2mm 150um 100um

1,5mm 180um 125mm

1,8mm 200um 150um

Abstand zu Pad min. 150um

> Abstand zu Létstopp-Offnung | 100um

Pads auf keinen Fall Gberdrucken > wird von Multi-CB vor Produktion beschnitten.

* Kann zu Mehrkosten fiihren
Fir EAGLE-User

Vor dem Export der Daten bitte unbedingt die Optionen

- “Immer Vektor-Schrift” und

- “In diese Zeichnung einpragen”

aktivieren. Zu finden unter: Optionen / Benutzeroberflache.
Anderenfalls wird lhr Positionsdruck sehr wahrscheinlich falsch
aufgebracht (EAGLE V. 5).
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4. Toleranzen und Grenzwerte

Die Herstellung von Leiterplatten erfolgt nach den gultigen IPC-Richtlinien und Normen sowie auf Grundlage folgender technischer Vorgaben. Fir
HDI- bzw. MFT-Leiterplatten kann mit kleineren Toleranzen produziert werden. Abweichende Vorgaben des Kunden miissen explizit vereinbart
werden!

Toleranz End-@
Bohrbild (DK) zu Leiterbild Aussenlagen +0,10mm Durchkontaktierte Bohrungen (DK) | HAL Oberflache +0,10mm
Bohrbild (DK) zu Leiterbild Innenlagen +0,15mm und Komponentenlocher chem. Oberflache | £0,05mm
Bohrbild (DK) zu Frasbild / Kontur +0,10mm Nicht durchkontaktierte Bohrungen +0,05mm
Bohrbild (NDK) zu Frasbild / Kontur +0,10mm (NDK)
Bohrbild (DK) zu Positionsdruck +0,15mm
Leiterbild zu Létstopplack +0,10mm Klasse 2* Klasse 3
Leiterbild zu Positionsdruck +0,20mm Via (> 150um) 20um - 25um | 20pm - 25um
Microvia (< 150um) 18um - 20um | 20um - 25um
Bohrung zu Bohrung, ein Durchgang* +0,05mm DK-DK oder Blind Via (Sackloch) 10gm - 12um [ 10um - 12um
NDK-NDK Buried Via (Vergrabenes Loch) 10um - 12um | 10pm - 12um
Bohrung zu Bohrung, zwei Durchgange +0,170mm DK-NDK * Standard

* gilt auch fir DK-NDK falls diese in einem Lauf gebohrt werden, (z.B.
Aufnahmel6cher fir SMD-Schablonen)

Toleranz
— - N
Leiterbahnbreite min. 80% im Vergleich zu den Daten Versatz (zur nominativen Mitte) £0,10mm
Bohrbild (DK) zu Ritzbild +0,15mm
Leiterbahnabstand | max 30% Reduzierung Bohrbild (NDK) zu Ritzbild +0.20mm
LeiterplattengroRe x/y +0,15mm
Ritztiefe +0,20mm
Toleranz (normal) 10%
Toleranz (erweitert) 5%
Toleranz
Fir Leiterplatten ab 0,8mm Dicke 0,75% mit SMD
Toleranz 1,50% ohne SMD
- Zu beachten ist zudem, daf sich der Wélbungswert Giberdurchschnit-
Fréasversatz +0,10mm tlich erhéht, wenn die Kupferbalance auf der Leiterplatte lokal sehr
Z-Achsen-Frasen Tiefe +0,20mm unterschiedlich ist oder die Leiterplatte sehr dunn ist.
Toleranz Toleranz
FR4 Dicke +10% Mehr- oder Minderlieferung von bis zu 10%

Die Angaben Uber die Starke des Basismaterials definieren auss-
chliesslich die Dielektrikumsstarke inkl. Basiskupferkaschierung. Die
weiteren Schichtaufbauten wie z.B. galvanische Cu-Schichten oder
Loétstopplackschichten fiihren zur Erhéhung der Schaltungsendstarke.
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